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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
CONCEPTION ET UTILISATION -

Partie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures —
Prescriptions génériques

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg de noriwalisati

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activité
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desd

2) Les deC|S|ons ou accords off|C|eIs de la CEI concernant les

3) Les documents produits se présentent sous laNorwe de\reco

4) Dans le but d'encourager l'unification internationa es
fagon transparente dans toute la mesure SSIS NoO

éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

-1 a été établie par le comité d'études 91 de la CEl:
Techniques omposants électroniques.

Le textede ¢ issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/292/FDIS 91/318/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Part 5-1: Attachment (land/joint) considerations —
Generic requirements

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizati

entrusted to technical committees; any IEC National Committee
participate in this preparatory work. International, governmental a
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabgra
for Standardization (ISO) in accordance with condition
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on
international consensus of opinion on relevg j
all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of resommunda
of standards, technical specifications, technica
Committees in that sense.

4) In order to promote internati
indicated in the latter.
5) The IEC provides no
equipment decla
6) Attention is drawn\g
International
Electronics

The textof thi

FDIS Report on voting
91/292/FDIS 91/318/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A and B are for information only.
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La CEI 61188-5 comporte les parties suivantes sous le titre général Cartes imprimées et cartes
imprimées équipées — Conception et utilisation — Partie 5: Considérations sur les liaisons
pistes-soudures:

CEI 61188-5-1, Prescriptions génériques

CEI 61188-5-2, Composants discrets

CEI 61188-5-3, Composants a pattes bilatérales en aile de mouette

CEI 61188-5-4, Composants a pattes «J» bilatérales

CEI 60188-5-5, Composants a pattes quadrilatérales en aile de mouette

CEI 61188-5-6, Composants a pattes «J» quadrilatérales

CEI 61188-5-7, Composants (DIP) a broches bilatérales

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas A a 04. A cette
date, la publication sera

« reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou

—
N
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IEC 61188-5 consists of the following parts, under the general title Printed boards and printed
board assemblies — Design and use — Part 5: Attachment (land/joint) considerations:

IEC 61188-5-1, Generic requirements

IEC 61188-5-2, Discrete components

IEC 61188-5-3, Components with gull-wing leads, on two sides

IEC 61188-5-4, Components with J leads, on two sides

IEC 61188-5-5, Components with gull-wing leads, on four sides

IEC 61188-5-6, Components with J leads, on four sides

IEC 61188-5-7, Components with post (DIP) leads, on two sides

The committee has decided that the contents of this publication w e unchanged
until 2004. At this date, the publication will be

@%

« reconfirmed;

« withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
+ amended.

N
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CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES —
CONCEPTION ET UTILISATION —

Partie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures —
Prescriptions génériques

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEl 61188 donne des informations sur les géoétries des zones de

datées, Ia derniére édition du docu
amendements).

CEIl 60194, Conception, [ t 5, des cartes imprimées — Termes et
définitions (disponible en arglal

CEIl 61188-1-1, i imé | primées équipées — Conception et utilisation —
Partie 1-1: Pre pisidérati
électroniques

CEI 61191-1, Ensemb carfes imprimées — Partie 1: Spécification générique — Exigences
relatives au dlectriques et électroniques brasés utilisant les techniques de
montage en >

CEIl 6119 =X ' de cartes imprimées — Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exigences rela iyes a \assemblage par brasage pour montage en surface

CEIl 61192-1, Assemblages électroniques brasés — Partie 1. Exigences relatives a la qualité
d’exécution — Généralités 1)

CEl 61192-2, Assemblages électroniques brasés — Partie 2: Exigences relatives a la qualité
d’exécution — Montage en surface 1)

CEI 61760-1, Technique du montage en surface — Partie 1: Méthode de normalisation pour la
spécification des composants montés en surface (CMS)

CEIl 62326 (toutes les parties), Cartes imprimées

1) A publier.
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PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Part 5-1: Attachment (land/joint) considerations —
Generic requirements

1 Scope and object

This part of IEC 61188 provides information on land pattern geometrieg (used the surface

provide the appropriate size, shape and tolerance of surface-mo € to insure
sufficient area for the appropriate solder fillet, and also to allow j
rework of those solder joints.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for jhe application” of this document. For
ences, the latest edition of

IEC 61192-2, Soldered electronic assemblies — Part 2: Workmanship requirements — Surface
mounted assemblies 1)

IEC 61760-1, Surface mounting technology — Part 1: Standard method for the specification of
surface mounting components (SMDs)

IEC 62326 (all parts), Printed boards

1) To be published.
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